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Stets am Puls der Zeit und die Bedürfnisse der Kunden 
im Blick – das bringt hin und wieder größere Verände-
rungen mit sich.

Erfahren Sie mehr zu den (neu) angebotenen Lösungen 
von FlowCAD auf der embedded world in Nürnberg.

Weitere Informationen:  
E-Mail: info@FlowCAD.de 
Tel.: +49 89 4563-7770
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